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(57) Abstract: The invention relates
to a device for joining substrates (3, 4)
having an inner whole to give a wafer.
The aim of the invention is provide a
simple and inexpensive device that al-
lows for a simultaneous rotation of the
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two substrates (3, 4) during gluing. To
this end, the device has an element that
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can be inserted in the inner whole of at
least two superimposed substrates (3,
4) and that can be expanded to close an
interstice (30) between the substrates.

(57) Zusammenfassung: Um eine
Vorrichtung zum Zusammenfiigen

von ein Innenloch aufweisen-
den Substraten (3,4) zu einer
Substratscheibe zu schaffen, die

auf einfache und kostenglinstige
Weise eine gleichzeitige Drehung
beider Substrate (3,4) wihrend des
Verklebevorgangs gewihrleistet,

weist die Vorrichtung ein in das Innenloch von wenigstens zwei ibereinander liegenden Substraten (3,4) einfithrbares Element auf,
das zum Schliessen eines Zwischenraums (30) zwischen den Substraten aufweitbar ist.



